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(57)【要約】
【課題】　セラミックス焼結体を製造する方法において、セラミックス粉末、熱可塑性樹
脂、滑剤、及び、可塑剤を含有する成形用樹脂組成物から、可塑剤や滑剤のブリードを防
止し、積層脱脂及び積層焼成を可能にした、生産性に優れる押出成形用樹脂組成物の製造
方法を提供する。
【解決手段】　セラミックス粉末１００質量部に対して、非晶性樹脂を５０質量％以上の
割合で含有する熱可塑性樹脂を３～２０質量部、滑剤として脂肪酸又はその誘導体を０．
３～５質量部、並びに、可塑剤としてフタル酸エステルを１～１０質量部の割合で混合す
る。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
セラミックス粉末１００質量部に対して、非晶性樹脂を５０質量％以上の割合で含有する
熱可塑性樹脂を３～２０質量部、脂肪酸又はその誘導体を０．３～５質量部、並びに、フ
タル酸エステルを１～１０質量部の割合でそれぞれ含有することを特徴とする成形用樹脂
組成物。
【請求項２】
非晶質樹脂がアクリル樹脂及び／又はポリスチレンである請求項１に記載の成形用樹脂組
成物。
【請求項３】
前記非晶性樹脂のガラス転移温度が０～１２０℃の範囲にある請求項１又は２に記載の成
形用樹脂組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セラミックス粉末及び熱可塑性樹脂を含有する成形用樹脂組成物に関する。
詳しくは、可塑剤、滑剤等の添加剤を配合した上記樹脂組成物を使用して得られる成形体
における該添加剤のブリードを抑え、成形体同士の癒着を効果的に防止したセラミックス
成形用樹脂組成物を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、セラミックスは、高強度、耐磨耗性、低熱膨張性、耐熱性、高硬度、電気絶縁性
などの特性を利用して、構造部品や回路基板、各種機能材料として広く使用されている。
【０００３】
　セラミックス回路基板は、セラミックス基板に導電性を有する金属回路を形成したもの
であり、金属回路の所定位置に半導体素子等が搭載される。セラミックス回路基板の高信
頼性を保つには、半導体素子が発生する熱を放熱し、半導体素子の温度が過度に上昇しな
いようにすることが必要であり、セラミックス基板には、電気絶縁性に加えて、優れた放
熱特性が要求される。
【０００４】
　近年、セラミックス回路基板の小型化、パワーモジュールの高出力化が進む中、小型軽
量化モジュールに関して、特に電気絶縁性が高く、高熱伝導性を有する窒化アルミニウム
焼結体を用いるセラミックス基板が注目されている。
【０００５】
　一般に、セラミックスは、セラミックス粉末をバインダ樹脂と混合した組成物を様々な
成形方法により所望の形状に成形した後に、必要に応じて脱脂し、次いで、焼成すること
によって得られる。
【０００６】
　従来、窒化アルミニウム成形体の製造方法として、バインダ樹脂を溶解した溶媒に窒化
アルミニウム及び焼結助剤を分散せしめ、これをシート状等の所定の形状に成形するドク
ターブレード法が知られている（特許文献１参照）。また、ドクターブレード法によって
シート状に成形された成形体を積層して、脱脂、焼成することにより大量の成形体を効率
よく焼成する方法も提案されている（特許文献２参照）。
【０００７】
　一方、上記セラミックス成形体の製造方法に対して、溶媒を使用せず、セラミックス粉
末と熱可塑性樹脂とを加熱混練して樹脂組成物とし、これを押出成形や射出成形を行う方
法が提案されている（特許文献３、４参照）。上記熱可塑性樹脂との加熱混練により成形
体を得る方法は、成形体に溶媒を含まないため、成形体の密度を高くすることができ、そ
の後の脱脂、焼成によって得られる焼結体の寸法安定性がよく、しかも、溶媒の乾燥工程
が必要ないことにより生産性も良好であるというメリットを有する。特に板状、棒状、管
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状など単純形状の成形体を連続的かつ効率よく得る方法としては、押出成形が最適である
。
【０００８】
　上記のようにセラミックス粉末と熱可塑性樹脂とを加熱混錬して成形用樹脂組成物を得
る際には、一般に、可塑剤や滑剤が併用される。即ち、可塑剤は、通常硬くて脆いセラミ
ックス成形体に柔軟性や弾性を与え、滑剤は混練や成形時における装置金属面への粘着防
止、或いは脈動、目ヤニ等を低減させる目的で使用される。
【０００９】
　ところが、上記成形用樹脂組成物が、可塑剤や滑剤等の添加剤を含有する場合、成形体
表面に可塑剤や滑剤がブリードし、該組成物を成形して得られる成形体同士が癒着して取
り扱いが困難となり、特に該成形体を積層して脱脂、焼成を行う場合には、成形体同士の
癒着により脱脂不良が発生し、得られる焼結体の品質にバラツキが生じるという問題を有
する。
【００１０】
　上記問題は、成形体が高温環境下にあると、顕著になる傾向があるため、前記脱脂にお
ける昇温過程ではブリードの問題が一層深刻となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開平７－２６７７４２号公報
【特許文献２】特開平９－２９５８７１号公報
【特許文献３】特開昭５５－１１３５１１号公報
【特許文献４】特開２００５－２８１０１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　従って、本発明の目的は、セラミックス粉末と熱可塑性樹脂を主成分とし、これに可塑
剤、滑剤等の添加剤を配合して成形性を向上させた樹脂組成物において、得られる成形体
からの該添加剤のブリードによる成形体同士の癒着を防止し、積層脱脂及び積層焼成を可
能にした、生産性に優れるセラミックス成形用樹脂組成物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者らは、セラミックス成形用樹脂組成物の製造方法における前記目的を達成すべ
く鋭意研究を行った。その結果、結晶性の熱可塑性樹脂と前記添加剤との組み合わせにお
いては、可塑剤、滑剤のいずれか、或いは両方ともにブリードするが、熱可塑性樹脂が非
晶性樹脂を主とし、特定の可塑剤と滑剤を特定量配合した場合に、ブリードを抑制できる
ことを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１４】
　即ち、本発明は、セラミックス粉末１００質量部に対して、非晶性樹脂を５０質量％以
上の割合で含有する熱可塑性樹脂を３～２０質量部、脂肪酸又はその誘導体を０．３～５
質量部、並びに、フタル酸エステルを１～１０質量部の割合でそれぞれ含有することを特
徴とする成形用樹脂組成物である。
【００１５】
　上記成形用樹脂組成物において、非晶質樹脂として、アクリル樹脂又はポリスチレンを
使用することが好ましい。また、かかる非晶性樹脂は、ガラス転移温度が０～１２０℃の
範囲にあることが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の成形用樹脂組成物は、滑剤や可塑剤による効果を十分発揮しながら、そのブリ
ードを効果的に防止できるため、これを押出成形等の成形方法により成形して得られる成
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形体は、ブリードしたこれらの添加剤による取り扱い性が低下することない。また、シー
ト状に成形された成形体は、ロール巻取りや積層した場合でも、成形体同士の癒着を効果
的に防止することができ、このように、成形体を積層した状態で脱脂や焼成を行った場合
にも、品質が安定した焼結体を製造することが可能であり、窒化アルミニウム焼結体を、
工業的に低コスト且つ大量生産を達成することが可能となる。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　〔セラミックス粉末〕
　本発明のセラミックス成形用樹脂組成物（以下、単に成形用樹脂組成物ともいう）の製
造に用いられるセラミックス粉末は、アルミナ、ジルコニアなどの酸化物セラミックス粉
末、窒化ケイ素、窒化アルミニウムなどの窒化物セラミックス粉末、炭化ケイ素、炭化チ
タンなどの炭化物セラミックス粉末等が用いられる。これらセラミックス粉末の粒径は、
特に限定されないが、凝集等を生ぜず、熱可塑性樹脂に均一に分散し得るように、０．５
～２０μｍの範囲であるのがよい。
【００１８】
　上記セラミックス粉末のうち、窒化物セラミックス粉末、特に窒化アルミニウム粉末は
、半導体素子搭載用のサブマウントやパワーモジュール用の各種電子回路基板、或いはパ
ッケージ材料、絶縁材料の用途に好適に使用される。
【００１９】
　上記窒化アルミニウム粉末は、直接窒化法やアルミナ還元窒化法等の公知の方法で製造
されたもの、またはこれらの混合物が特に制限なく使用できる。
【００２０】
　上記窒化アルミニウム粉末の不純物については、特に制限はないが、酸素、陽イオン等
の不純物が少ないものが好ましく、例えば、酸素含有量が好ましくは２．０質量％以下、
より好ましくは０．４～１．３質量％の範囲であり、陽イオン不純物の含有量が好ましく
は０．３質量％以下、より好ましくは０．２質量％以下であることが、熱伝導性に優れた
窒化アルミニウム焼結体を得るために好ましい。
【００２１】
　上記窒化アルミニウム粉末の平均粒子径についても、特に制限されないが、通常、１～
１０μｍ、好ましくは１～５μｍ、最も好ましくは１～３μｍである。即ち、窒化アルミ
ニウム粉末の平均粒子径が上記範囲内にある場合に、高熱伝導性且つ高機械強度を有する
窒化アルミニウム焼結体を得ることが可能である。
【００２２】
　〔熱可塑性樹脂〕
　本発明の成形用樹脂組成物において、バインダとして熱可塑性樹脂を含有する。かかる
熱可塑性樹脂は、後述の可塑剤、滑剤のブリードを防止するために、非晶性樹脂を５０質
量％以上、好ましくは、７０質量％以上の割合で含有し、残部が結晶性樹脂よりなるもの
が使用される。勿論、熱可塑性樹脂の全てを非晶性樹脂により構成することも可能であり
、かかる態様が最も好ましい。
【００２３】
　上記非晶性樹脂は、結晶構造を実質的に持たない熱可塑性樹脂であり、高分子の鎖が、
ランダムな状態になっている樹脂が何等制限なく使用できる。具体的な非晶性樹脂を例示
すれば、ポリメチルメタクリレート、ポリエチルメタクリレート、ポリ２‐エチルヘキシ
ルメタクリレート、ポリブチルメタクリレート、メチルメタクリレート‐スチレン共重合
体、ブチルメタクリレート‐スチレン共重合体、ポリアクリレート等のアクリル樹脂、ポ
リスチレン、スチレン‐メチルメタクリレート共重合体、スチレン‐メチルメタクリレー
ト‐ブタジエン共重合体、アクリロニトリル‐スチレン共重合体、アクリロニトリル‐ブ
タジエン‐スチレン共重合体等のスチレン系樹脂、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル‐エチレ
ン共重合体、塩化ビニル‐酢酸ビニル共重合体等の塩化ビニル系樹脂、その他ポリカーボ
ネート、ポリサルフォン、ポリエーテルスルフォン、ポリフェニレンオキシド、ポリフェ
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ニレンエーテル、ノルボルネン樹脂、ポリアリーレンオキサイド、ポリアリレート、ポリ
エーテルイミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルスルフォン等が挙げられる。
【００２４】
　上記非晶性樹脂は、特定の融点を持つ結晶性樹脂に対し、明確な溶融境界を持たず、ガ
ラス転移点（以下、単にＴｇと表記する）から流動性を示すようになる。
【００２５】
　本発明において、良好な成形用樹脂組成物を得るための非晶性樹脂は、Ｔｇが０～１２
０℃、特に、２０～９０℃の範囲にあるものが好ましい。即ち、Ｔｇが０℃よりも低い非
晶性樹脂を使用する場合、混錬は容易であるが、組成物が柔らかくなり過ぎて、取扱いが
難しくなるうえ、可塑剤がブリードしやすくなる傾向がある。一方、Ｔｇが１２０℃を超
える非晶性樹脂を使用すると、セラミックス粉末中に均一に分散することが難しくなった
り、成形体が硬くなり過ぎたりする場合がある。
【００２６】
　また、２種類以上の非晶質樹脂のブレンド又は共重合によって、Ｔｇ（°Ｋ）を任意に
調整することもできる。前記非晶性樹脂をブレンド又は共重合した際のＴｇは次のように
計算される。
【００２７】
　１／Ｔｇ＝Ｗ１／Ｔｇ１＋Ｗ２／Ｔｇ２＋Ｗ３／Ｔｇ３

　（Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３は樹脂の組成比、Ｔｇ１、Ｔｇ２、Ｔｇ３は各樹脂のＴｇ）
　また、相溶しない非晶性樹脂をブレンドした場合には海島構造をとり、共重合体に近い
性質を示すが、基本的には各々の樹脂の性質を有する。相溶しない非晶性樹脂をブレンド
して使用する場合は、各々の非晶性樹脂のＴｇが０～１２０℃の範囲にあればよい。
【００２８】
　本発明において、成形用樹脂組成物の製造に用いる非晶性樹脂は、前記の通り、公知の
非晶性樹脂が何等制限なく使用できるが、成形用樹脂組成物から得られる成形体の成形性
や脱脂性の観点から、特にアクリル樹脂やポリスチレンが好適に使用される。
【００２９】
　なお、本発明の成形用樹脂組成物において使用される熱可塑性樹脂は、上述したように
、非晶性樹脂を５０質量％以上含有すれば良く、残部は結晶性樹脂を含有させることがで
きる。結晶性樹脂としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン‐酢酸ビニル共重
合体、ポリアミド、ポリアセタール、ポリエチレンテレフタレート、ポリフェニレンスル
フィド、ポリエーテルエーテルケトンなどが挙げられる。
【００３０】
　本発明の成形用樹脂組成物において、数種類の熱可塑性樹脂を用いる場合には、予め熱
可塑性樹脂、必要により、後述する可塑剤、滑剤、その他成分と予め混合しておくと、そ
れぞれの成分がより均一に分散するため好ましい。
【００３１】
　〔可塑剤〕
　本発明の成形用樹脂組成物において、前記熱可塑性樹脂との組合せにより、ブリードを
効果的に防止できる可塑剤として、フタル酸エステルが使用される。フタル酸エステルを
具体的に例示すれば、ジメチルフタレート、ジエチルフタレート、ジブチルフタレート、
ジヘキシルフタレート、ジ‐(２‐エチルヘキシル）フタレート、ジ‐２‐オクチルフタ
レート、ジフェニルフタレート、ジノニルフタレート、ジイソノニルフタレート、ジイソ
デシルフタレート、ジトリデシルフタレート、ジシクロプロピルフタレート、ジシクロブ
チルフタレート、ジウンデシルフタレート、ベンジルフタレート、ブチルベンジルフタレ
ート、ジシクロヘキシルフタレート等が挙げられる。これらは１種単独で使用してもよく
、２種以上を併用してもよい。
【００３２】
　〔滑剤〕
　本発明の成形用樹脂組成物に用いる滑剤は、前記熱可塑性樹脂及び可塑剤として使用さ
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れるフタル酸エステルとの組み合わせにより、ブリードを効果的に防止できる滑剤として
は、脂肪酸及びその誘導体のものが何等制限なく使用できる。具体的には、ラウリン酸、
ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、アラキジン酸、ベヘニン酸等の脂肪酸系滑
剤、ステアリルアミド、パルミチルアミド、オレインアミド、メチレンビスステアロアミ
ド、エチレンビスステアロアミド、エチレンビスオレイルアミド、エチレンビスラウリル
アミド等の脂肪酸アミド系滑剤、ブチルパルミテート、ブチルステアレート、硬化ヒマシ
油、エチレングリコールモノステアレート等の脂肪酸エステル系滑剤等が挙げられる。こ
れらは１種単独で使用してもよく、２種以上を併用してもよい。
【００３３】
　〔成形用樹脂組成物〕
　本発明の成形用樹脂組成物は、セラミックス粉末、熱可塑性樹脂、可塑剤及び滑剤を含
有し、各成分の割合は、セラミックス粉末１００質量部に対して、非晶性樹脂を５０質量
％以上の割合で含有する熱可塑性樹脂を３～２０質量部、好ましくは、５～１５質量部、
並びに、滑剤として脂肪酸及びその誘導体を０．３～５質量部、好ましくは、１～３質量
部、及び、可塑剤としてフタル酸エステルを１～１０質量部、好ましくは、３～７質量部
の割合で含有することが重要である。
【００３４】
　上記熱可塑性樹脂の割合が３質量部未満であると、バインダとしての効果が不十分とな
り、成形が困難となったり、成形体の強度が著しく低下したりする。一方、上記熱可塑性
樹脂の割合が２０質量部を超えると、脱脂性や焼結体寸法安定性が低下する。
【００３５】
　また、脂肪酸及びその誘導体、フタル酸エステルの割合が上記範囲を外れると、脂肪酸
及びその誘導体とフタル酸エステルの両方、或いはそれらの一方がブリードし、成形体同
士が癒着して、積層脱脂及び積層焼成が不可能となる。
【００３６】
　本発明の成形用樹脂組成物は、前記の成分以外に、その他の添加物として通常、セラミ
ックス粉末の焼成に使用される公知の添加剤を含有することができる。かかるその他の添
加剤としては、例えば、希土類金属、アルカリ土類金属及びアルミニウムの酸化物、フッ
化物、塩化物、硝酸塩、硫酸塩等などの焼結助剤、界面活性剤、鉱油、椰子油等の油、高
級アルコール等の低分子量化合物等をさらに含有していてもよい。具体的な焼結助剤を例
示すれば、酸化イットリウム、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、
酸化ランタン、酸化セリウム等が挙げられる。これら焼結助剤の配合比率は特に限定され
ないが、酸化物換算でセラミックス粉末１００質量部に対して、０．０５～１０質量部、
好ましくは１～７質量部、さらに好ましくは３～６質量部の範囲で使用することが好まし
く、単独使用又は２種類以上を併用してもよい。
【００３７】
　上記成形用樹脂組成物及びこれを使用して得られる成形体は、上述した配合組成により
、２．２０～２．８０ｇ／ｃｍ３、特に、２．３５～２．６０ｇ／ｃｍ３という高い密度
を達成することができ、これにより成形体の強度が高くなり、その後の脱脂、焼成を経て
得られる焼結体の寸法安定性も向上する。
【００３８】
　なお、成形用樹脂組成物の粘度は、例えば、使用されるセラミックス粉末の粒径や比表
面積、充填量を勘案し、熱可塑性樹脂の種類や分子量、可塑剤、滑剤の量を増減させるこ
とにより調整することができる。
【００３９】
　本発明において、成形用樹脂組成物は、セラミックス粉末と熱可塑性樹脂、可塑剤及び
滑剤、さらには、必要に応じて使用される焼結助剤を公知の混合方法にて混合して得られ
る。かかる混合方法としては、乾式、湿式のいずれの方法でも採用される。
【００４０】
　上記乾式混合において、混合温度は、熱可塑性樹脂のＴｇ以上の温度が採用される。即
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ち、上記混合における加熱温度は、非晶性樹脂がＴｇ以上の温度で軟化し始めることから
、使用する非晶性樹脂のＴｇ以上の温度が採用される。即ち、加熱温度がＴｇより低い状
態で混練すると、装置に負荷がかかり過ぎたり、樹脂が溶融せずに成形体中に残留したり
する。
【００４１】
　上記乾式混合に使用する混練装置としては、例えば、加圧ニーダー、バンバリーミキサ
ー、ディスクニーダー、連続式混練機等を挙げることができる。例えば、加圧ニーダーに
より混練する場合、温度５０～３００℃、好ましくは７０～２００℃、時間５分～３時間
、好ましくは１０分～２時間の条件下で行うことができる。前記混練装置への供給は、熱
可塑性樹脂、セラミックス粉末、その他の成分を一度に全量仕込んで加圧混練してもよく
、それら成分の一部を予め混合した後、残余の原料を仕込んでさらに加圧混練してもよい
。
【００４２】
　本発明の方法によって得られる成形用樹脂組成物の形態は特に制限されないが、造粒（
ペレット化）されていることが望ましい。造粒には、フィーダー・ルーダー等、公知の装
置を使用することができる。
【００４３】
　一方、湿式分散を採用する場合に用いる有機溶剤としては、後述する除去の容易さより
、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン類、エタノール、
プロパノール、ブタノール等のアルコール類、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族
炭化水素類、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ブロムクロロメタン等のハロ
ゲン化炭化水素類などが好適である。これらの有機溶媒は、１種又は２種以上を混合して
用いることができる。
【００４４】
　湿式分散は、上記セラミックス粉末、熱可塑性樹脂、可塑剤、滑剤及び有機溶媒を混合
して、有機溶媒中にこれらを分散させる方法であれば特に制限されないが、セラミックス
粉末、熱可塑性樹脂、可塑剤、滑剤及び有機溶媒よりなる混合物を、ボールミル等の湿式
破砕機により所望の粒子径まで破砕しながら分散する方法が推奨される。
【００４５】
　上記ボールミルに用いるボールの材質は特に制限されず、一般にセラミックスの湿式混
合に用いるセラミックス製或いはナイロン製のものが使用される。上記混合物の分散を効
率的に行う観点からは、セラミックス製ボール、特にアルミナ製ボールを用いることが好
ましく、大きさの異なるボールを任意の割合で組み合わせて使用するのがより好ましい。
【００４６】
　上記セラミックス粉末、熱可塑性樹脂、可塑剤、滑剤を有機溶媒に分散させた後、該有
機溶媒を除去する操作を行う。かかる操作は、公知の乾燥機が特に制限無く使用されるが
、有機溶媒を除去後、混合物が顆粒状で得られるスプレードライヤーが好適に使用される
。
【００４７】
　また、上記湿式分散において、セラミックス粉末と熱可塑性樹脂、可塑剤、滑剤の一部
を有機溶媒に分散させ、有機溶媒を除去した混合物を調整した後に、残りの成分を乾式混
合において混合し加圧混練してもよい。
【００４８】
　〔成形用樹脂組成物を用いた成形体及び焼結体の製造方法〕
　本発明において、前記成形用樹脂組成物を用いて成形体を製造する方法は、公知の熱成
形法が特に制限無く採用されるが、棒状、角柱状、パイプ状、シート状の成形体を低コス
トかつ大量生産する方法としては、押出成形が好適である。
【００４９】
　押出成形には、公知の１軸或いは２軸押出成形機および公知の金型を使用することがで
きる。また、押出成形条件は、押出成形物の形状や使用する押出成形機の能力に応じて異
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なるが、一般には押出圧力０．５～１００ＭＰａ、好ましくは１～５０ＭＰａ、押出速度
１～３００ｍｍ／秒、好ましくは５～２００ｍｍ／秒、シリンダー温度５０～３００℃、
好ましくは５０～２００℃とすることができる。
【００５０】
　得られた成形体は、脱脂（脱有機成分）された後、焼成して焼結体が得られる。上記脱
脂は、常圧雰囲気、加圧雰囲気、減圧雰囲気等での加熱による方法、溶剤等による抽出に
よる方法、および加熱と抽出とを組み合わせた方法等、公知の手法により行うことができ
る。
【００５１】
　また、脱脂は、常圧雰囲気にて空気中、窒素中、水素中等の任意の雰囲気で加熱するこ
とにより行うことが好ましいが、残留炭素量および残留酸素量の調整がし易い、空気中で
脱脂を行うことがさらに好ましい。また、脱脂温度は、通常２００～９００℃、好ましく
は３００～６００℃である。
【００５２】
　次いで、上記脱脂によって得られた脱脂体を焼成し、焼結体が得られる。焼成条件は、
公知の条件が特に制限無く採用されるが、アルゴン、窒素などの中性雰囲気中で行うこと
が好ましい。
【００５３】
　得られる焼結体同士および焼結体と容器が癒着することを防止するため、窒化ホウ素粉
末からなる敷粉を成形体表面や押え板表面に塗布して、脱脂及び焼成することが好ましい
。
【００５４】
　上記焼成用の容器として、非カーボン製、例えばアルミナ製、ムライト製、窒化アルミ
ニウム製、窒化ホウ素製等の容器を使用し、該容器中に上記成形体を収納して焼結を行っ
てもよい。
【００５５】
　脱脂体の焼成は、温度１５００～２０００℃、好ましくは１６００～１９００℃で、少
なくとも１時間、特に３時間以上実施することが好ましい。焼成時間の上限は特に制限は
されないが、通常は５～１０時間程度である。
【実施例】
【００５６】
　以下本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるも
のではない。各種物性の測定方法は以下のとおりである。
【００５７】
　＜焼結助剤及びセラミックス粉末の粒度分布＞
　ホモジナイザーを用いて、セラミックス粉末を５％ピロリン酸ソーダ水溶液中に分散さ
せ、レーザー回折粒度分布装置（日機装株式会社製ＭＩＣＲＯＴＲＡＣ　ＨＲＡ）にて平
均粒子径（Ｄ５０）を測定した。
【００５８】
　＜窒化アルミニウム粉末の陽イオン不純物含有量＞
　陽イオン不純物含有量（金属元素濃度）は、窒化アルミニウム粉末をアルカリ溶融後、
酸で中和し、島津製作所製「ＩＣＰ‐１０００」を使用して溶液のＩＣＰ発光分析により
定量した。
【００５９】
　＜窒化アルミニウム粉末の酸素含有量＞
　酸素含有量（酸素濃度）は、堀場製作所製「ＥＭＧＡ‐２８００」を使用して、グラフ
ァイトるつぼ中での高温熱分解法により発生したＣＯガス量から求めた。
【００６０】
　＜成形用樹脂組成物の粘度＞
　東洋精機製作所製キャピログラフ１Ｂを用いて（長さ２０ｍｍ、直径１ｍｍのキャピラ
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リー使用）、測定温度１４０℃、押出速度５～２００ｍｍ／ｍｉｎの範囲の粘度を測定し
た。そのグラフからせん断速度が１００（１／秒）の時の粘度を求めた。
【００６１】
　＜押出成形体の密度＞
　東洋精機製「高精度比重計Ｄ‐Ｈ」を使用して、アルキメデス法により求めた。
【００６２】
　＜熱伝導率＞
　京都電子工業製ＬＦＡ‐５０２を用いてレーザーフラッシュ法により熱伝導率を測定し
た。
【００６３】
　＜曲げ強度＞
　ＪＩＳ　Ｒ１６０１に準じて、クロスヘッド速度０．５ｍｍ／分、スパン３０ｍｍで３
点曲げ強度測定を行った。試験片の幅は４ｍｍで平面研削して作製した。曲げ強度は、５
サンプルの平均値を測定値とした。
【００６４】
　また、実施例における原料は下記の通りである。
【００６５】
　・セラミックス粉末
　窒化アルミニウム粉末（株式会社トクヤマ製Ｈグレード）
　平均粒子径（Ｄ５０）：１．２５μｍ、酸素含有量：０．８質量％
　陽イオン不純物含有量Ｃａ：２２０ｐｐｍ、Ｓｉ：４５ｐｐｍ、Ｆｅ：１５ｐｐｍ）
　・焼結助剤
　酸化イットリウム（日本イットリウム製高純度酸化イットリウム（純度９９．９％以上
）、平均粒子径（Ｄ５０）：１．５μｍ、比表面積：１２．５ｍ２／ｇ）
　・熱可塑性樹脂
　Ａ１：ポリブチルメタクリレート（ＰＢＭＡ）
　　　製品名：共栄社化学株式会社製　オリコックスＫＣ‐５００（不揮発分：４５％）
　　　Ｔｇ：５℃
　Ａ２：ポリブチルメタクリレート（ＰＢＭＡ）
　　　製品名：三洋化成工業製　ＣＢ‐１
　　　Ｔｇ：３６℃
　Ａ３：ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）
　　　製品名：根上工業製　Ｍ‐４００６
　　　Ｔｇ：１０５℃
　Ａ４：ポリスチレン（ＰＳ）
　　　製品名：根上工業製　Ｍ‐７００２
　　　Ｔｇ：１００℃
　Ａ５：エチレン‐酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）
　　　製品名：三井・デュポン・ポリケミカル社製　ＥＶ２２０
　・可塑剤
　フタル酸ビス（２‐エチルヘキシル）　（ＤＯＰ）
　・滑剤
　Ｂ１：ステアリン酸
　Ｂ２：ポリエチレングリコール（平均分子量２０，０００）
　・界面活性剤
　カルボキシル化トリオキシエチレントリデシルエーテル
　製品名：日光ケミカルズ株式会社製　ＮＩＫＫＯＬ　ＥＣＴ‐７
　［実施例１］
　ポリブチルメタクリレート（Ａ２）１００質量部、酸化イットリウム４５．５質量部、
ステアリン酸４．６質量部をバンバリーミキサー（東洋精機製　ラボプラストミル型式１
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００Ｃ　ミキサータイプＢ‐２５０）を用いて、１００℃で１０分間混練し、予備混練物
（Ａ）を得た。
【００６６】
　次に、窒化アルミニウム粉末１００質量部に対して、予備混練物（Ａ）１６．５質量部
、フタル酸ビス（２‐エチルヘキシル）５質量部、ステアリン酸（Ｂ１）０．５質量部を
バンバリーミキサーを用いて、１００℃で１５分間混練した。次いで、得られた混練物を
押出機で造粒し、ペレット状の成形用樹脂組成物（Ａ）を得た。
【００６７】
　得られた成形用樹脂組成物（Ａ）は、真空押出機（宮崎鉄工製　ＦＭ‐２０）を用いて
成形し、シリンダー温度を１００℃として、厚さ１ｍｍ×幅６０ｍｍのシート状の押出成
形体（Ａ）を得た。また、押出圧力は２．７ＭＰａ、押出速度４．２ｍｍ／ｓｅｃであっ
た。
【００６８】
　得られた押出成形体（Ａ）の表面に敷粉を施工して５段積層し、空気雰囲気下、１０℃
／時間の速度で昇温して５５０℃で５時間脱脂し、積層状態を保ったまま、窒素雰囲気下
、１７３０℃で６時間焼結を行い、焼結体（Ａ）を得た。得られた焼結体（Ａ）は互いに
添加剤のブリードによる癒着もなく、外観も良好であった。
【００６９】
　成形用樹脂組成物（Ａ）の最終的な配合割合とＴｇ及び粘度、押出成形体（Ａ）の密度
、焼結体（Ａ）の外観、熱伝導率及び曲げ強度の測定結果を表１に示す。
【００７０】
　［実施例２］
　実施例１において、熱可塑性樹脂をポリブチルメタクリレート（Ａ２）３０質量部とポ
リメチルメタクリレート（Ａ３）７０質量部とし、混練温度を１２０℃としたこと以外は
実施例１と同様にして、予備混錬物（Ｂ）を得た。
【００７１】
　次に、窒化アルミニウム粉末１００質量部に対して、予備混練物（Ｂ）１６．５質量部
、フタル酸ビス（２－エチルヘキシル）５質量部、ステアリン酸（Ｂ１）０．５質量部を
バンバリーミキサーを用いて、１２０℃で１５分間混練した。次いで、得られた混練物を
押出機で造粒し、ペレット状の成形用樹脂組成物（Ｂ）を得た。
【００７２】
　次に、得られた成形用樹脂組成物（Ｂ）を用い、シリンダー温度を１２０℃としたこと
以外は実施例１と同様にして、押出成形体（Ｂ）、焼結体（Ｂ）を得た。また、押出圧力
は３．８ＭＰａ、押出速度３．８ｍｍ／ｓｅｃであった。得られた焼結体（Ｂ）は互いに
添加剤のブリードによる癒着もなく、外観も良好であった。
【００７３】
　成形用樹脂組成物（Ｂ）の最終的な配合割合とＴｇ及び粘度、押出成形体（Ｂ）の密度
、焼結体（Ｂ）の外観、熱伝導率及び曲げ強度の測定結果を表１に示す。
【００７４】
　［実施例３］
　実施例１において、熱可塑性樹脂をポリブチルメタクリレート（Ａ２）８０質量部とポ
リメチルメタクリレート（Ａ３）２０質量部とし、混練温度を１２０℃としたこと以外は
実施例１と同様にして、予備混錬物（Ｃ）を得た。
【００７５】
　次に、窒化アルミニウム粉末１００質量部に対して、予備混練物（Ｃ）１６．５質量部
、フタル酸ビス（２‐エチルヘキシル）５質量部、ステアリン酸（Ｂ１）０．５質量部を
バンバリーミキサーを用いて、１２０℃で１５分間混練した。次いで、得られた混練物を
押出機で造粒し、ペレット状の成形用樹脂組成物（Ｃ）を得た。
【００７６】
　次に、得られた成形用樹脂組成物（Ｃ）を用い、シリンダー温度を１２０℃としたこと
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以外は実施例１と同様にして、押出成形体（Ｃ）、焼結体（Ｃ）を得た。また、押出圧力
は３．１ＭＰａ、押出速度４．１ｍｍ／ｓｅｃであった。得られた焼結体（Ｃ）は互いに
添加剤のブリードによる癒着もなく、外観も良好であった。
【００７７】
　押出成形用樹脂組成物（Ｃ）の最終的な配合割合とＴｇ及び粘度、押出成形体（Ｃ）の
密度、焼結体（Ｃ）の外観、熱伝導率及び曲げ強度の測定結果を表１に示す。
【００７８】
　［実施例４］
　窒化アルミニウム粉末１００質量部に対して、ポリブチルメタクリレート（Ａ２）６．
６質量部、ポリスチレン（Ａ４）４．４質量部、フタル酸ビス（２‐エチルヘキシル）５
質量部、ステアリン酸（Ｂ１）１質量部をバンバリーミキサー（東洋精機製　ラボプラス
トミル型式１００Ｃ　ミキサータイプＢ‐２５０）を用いて、１００℃で１５分間混練し
た。次いで、得られた混練物を押出機で造粒し、ペレット状の成形用樹脂組成物（Ｄ）を
得た。
【００７９】
　次に、得られた成形用樹脂組成物（Ｄ）を用い、シリンダー温度を１２０℃としたこと
以外は実施例１と同様にして、押出成形体（Ｄ）、焼結体（Ｄ）を得た。また、押出圧力
は３．１ＭＰａ、押出速度４．０ｍｍ／ｓｅｃであった。得られた焼結体（Ｄ）は互いに
添加剤のブリードによる癒着もなく、外観も良好であった。
【００８０】
　成形用樹脂組成物（Ｄ）の最終的な配合割合とＴｇ及び粘度、押出成形体（Ｄ）の密度
、焼結体（Ｄ）の外観、熱伝導率及び曲げ強度の測定結果を表１に示す。
【００８１】
　［実施例５］
　窒化アルミニウム粉末１００質量部に対して、実施例１と同様にして得た予備混錬物（
Ｅ）１６．５質量部、フタル酸ビス（２‐エチルヘキシル）５質量部をバンバリーミキサ
ーを用いて、１００℃で１５分間混練した。次いで、得られた混練物を押出機で造粒し、
ペレット状の押出成形用樹脂組成物（Ｅ）を得た。
【００８２】
　次に、得られた成形用樹脂組成物（Ｅ）を用い、実施例１と同様にして、押出成形体（
Ｅ）、焼結体（Ｅ）を得た。また、押出圧力は４．１ＭＰａ、押出速度３．５ｍｍ／ｓｅ
ｃであった。得られた焼結体（Ｅ）は互いに添加剤のブリードによる癒着もなく、外観も
良好であった。
【００８３】
　成形用樹脂組成物（Ｅ）の最終的な配合割合とＴｇ及び粘度、押出成形体（Ｅ）の密度
、焼結体（Ｅ）の外観、熱伝導率及び曲げ強度の測定結果を表１に示す。
【００８４】
　［実施例６］
　実施例１において、酸化イットリウムを７１．４質量部、ステアリン酸（Ｂ１）を７．
１質量部としたこと以外は実施例１と同様にして、予備混錬物（Ｆ）を得た。
次に、窒化アルミニウム粉末１００質量部に対して、予備混練物（Ｆ）１２．５質量部、
フタル酸ビス（２‐エチルヘキシル）８質量部、ステアリン酸（Ｂ１）３．５質量部をバ
ンバリーミキサーを用いて、１００℃で１５分間混練した。次いで、得られた混練物を押
出機で造粒し、ペレット状の成形用樹脂組成物（Ｆ）を得た。
【００８５】
　次に、得られた成形用樹脂組成物（Ｆ）を用い、実施例１と同様にして、押出成形体（
Ｆ）、焼結体（Ｆ）を得た。また、押出圧力は５．８ＭＰａ、押出速度２．８ｍｍ／ｓｅ
ｃであった。得られた焼結体（Ｆ）は互いに添加剤のブリードによる癒着もなく、外観も
良好であった。
【００８６】
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　成形用樹脂組成物（Ｆ）の最終的な配合割合とＴｇ及び粘度、押出成形体（Ｆ）の密度
、焼結体（Ｆ）の外観、熱伝導率及び曲げ強度の測定結果を表１に示す。
【００８７】
　［実施例７］
　実施例１において、酸化イットリウムを３１．３質量部、ステアリン酸（Ｂ１）を３．
１質量部としたこと以外は実施例１と同様にして、予備混錬物（Ｇ）を得た。
次に、窒化アルミニウム粉末１００質量部に対して、予備混練物（Ｇ）２１．５質量部、
フタル酸ビス（２‐エチルヘキシル）２質量部、ステアリン酸（Ｂ１）０．５質量部をバ
ンバリーミキサーを用いて、１００℃で１５分間混練した。次いで、得られた混練物を押
出機で造粒し、ペレット状の成形用樹脂組成物（Ｇ）を得た。
【００８８】
　次に、得られた成形用樹脂組成物（Ｇ）を用い、実施例１と同様にして、押出成形体（
Ｇ）、焼結体（Ｇ）を得た。また、押出圧力は４．７ＭＰａ、押出速度３．３ｍｍ／ｓｅ
ｃであった。得られた焼結体（Ｇ）は互いに添加剤のブリードによる癒着もなく、外観も
良好であった。
【００８９】
　成形用樹脂組成物（Ｇ）の最終的な配合割合とＴｇ及び粘度、押出成形体（Ｇ）の密度
、焼結体（Ｇ）の外観、熱伝導率及び曲げ強度の測定結果を表１に示す。
【００９０】
　［実施例８］
　実施例１において、熱可塑性樹脂をポリブチルメタクリレート（Ａ２）６０質量部とエ
チレン‐酢酸ビニル共重合体（Ａ５）４０質量部としたこと以外は実施例１と同様にして
、予備混錬物（Ｈ）を得た。
【００９１】
　次に、窒化アルミニウム粉末１００質量部に対して、予備混練物（Ｈ）１６．５質量部
、フタル酸ビス（２‐エチルヘキシル）５質量部、ステアリン酸（Ｂ１）０．５質量部を
バンバリーミキサーを用いて、１００℃で１５分間混練した。次いで、得られた混練物を
押出機で造粒し、ペレット状の成形用樹脂組成物（Ｈ）を得た。
【００９２】
　次に、得られた成形用樹脂組成物（Ｈ）を用い、実施例１と同様にして、押出成形体（
Ｈ）、焼結体（Ｈ）を得た。また、押出圧力は２．４ＭＰａ、押出速度４．３ｍｍ／ｓｅ
ｃであった。得られた焼結体（Ｈ）は互いに添加剤のブリードによる癒着もなく、外観も
良好であった。
【００９３】
　成形用樹脂組成物（Ｈ）の最終的な配合割合とＴｇ及び粘度、押出成形体（Ｈ）の密度
、焼結体（Ｈ）の外観、熱伝導率及び曲げ強度の測定結果を表１に示す。
【００９４】
　［実施例９］
　内容積１０Ｌのナイロン製ポットに、ビッカース硬さ１２００で直径２０ｍｍのアルミ
ナ製ボールを見掛け充填率で４０％入れ、次いで、窒化アルミニウム粉末１００質量部、
酸化イットリウム５質量部、ポリブチルメタクリレート（Ａ１）９質量部、ポリブチルメ
タクリレート（Ａ２）７質量部、フタル酸ビス（２－エチルヘキシル）５質量部、ステア
リン酸（Ｂ１）１質量部、ヘキサグリセリンモノオレエート１質量部、カルボキシル化ト
リオキシエチレントリデシルエーテル０．５質量部、ポリエチレングリコール（Ｂ２）０
．５質量部、トルエン‐エタノール混合溶媒１３０質量部（トルエン：エタノール＝９０
：１０）を投入し、１６時間ボールミル混合を行って、白色の泥漿を得た。こうして得ら
れた泥漿をスプレードライヤー法により噴霧乾燥し、得られた混合物を押出機で造粒し、
ペレット状の成形用樹脂組成物（Ｉ）を得た。
【００９５】
　次に、得られた成形用樹脂組成物（Ｉ）を用い、実施例１と同様にして、押出成形体（
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ｃであった。得られた焼結体（Ｉ）は互いに添加剤のブリードによる癒着もなく、外観も
良好であった。
【００９６】
　成形用樹脂組成物（Ｉ）の最終的な配合割合とＴｇ及び粘度、押出成形体（Ｉ）の密度
、焼結体（Ｉ）の外観、熱伝導率及び曲げ強度の測定結果を表１に示す。
【００９７】
　［実施例１０］
　実施例９において、熱可塑性樹脂をポリブチルメタクリレート（Ａ２）７質量部の代わ
りにポリブチルメタクリレート（Ａ２）４．９質量部、ポリメチルメタクリレート（Ａ３
）２．１質量部とした以外は実施例９と同様にして成形用樹脂組成物（Ｊ）を得た。
【００９８】
　次に、得られた成形用樹脂組成物（Ｊ）を用い、シリンダー温度を１２０℃としたこと
以外は実施例１と同様にして、押出成形体（Ｊ）、焼結体（Ｊ）を得た。また、押出圧力
は２．４ＭＰａ、押出速度４．４ｍｍ／ｓｅｃであった。得られた焼結体（Ｊ）は互いに
添加剤のブリードによる癒着もなく、外観も良好であった。
【００９９】
　成形用樹脂組成物（Ｈ）の最終的な配合割合とＴｇ及び粘度、押出成形体（Ｊ）の密度
、焼結体（Ｊ）の外観、熱伝導率及び曲げ強度の測定結果を表１に示す。
【０１００】
　［実施例１１］
　実施例９において、熱可塑性樹脂をポリブチルメタクリレート（Ａ２）７質量部の代わ
りにポリブチルメタクリレート（Ａ２）４．２質量部、ポリスチレン（Ａ４）２．８質量
部とした以外は実施例９と同様にして、成形用樹脂組成物（Ｋ）を得た。
次に、得られた成形用樹脂組成物（Ｋ）を用い、シリンダー温度を１２０℃としたこと以
外は実施例１と同様にして、押出成形体（Ｋ）、焼結体（Ｋ）を得た。また、押出圧力は
２．４ＭＰａ、押出速度４．５ｍｍ／ｓｅｃであった。得られた焼結体（Ｋ）は互いに添
加剤のブリードによる癒着もなく、外観も良好であった。
【０１０１】
　成形用樹脂組成物（Ｋ）の最終的な配合割合とＴｇ及び粘度、押出成形体（Ｋ）の密度
、焼結体（Ｋ）の外観、熱伝導率及び曲げ強度の測定結果を表１に示す。
【０１０２】
　［実施例１２］
　実施例９において、熱可塑性樹脂をポリブチルメタクリレート（Ａ２）７質量部の代わ
りにポリブチルメタクリレート（Ａ２）４．２質量部、エチレン－酢酸ビニル共重合体（
Ａ５）２．８質量部とした以外は実施例９と同様にして、成形用樹脂組成物（Ｌ）を得た
。
【０１０３】
　次に、得られた成形用樹脂組成物（Ｌ）を用い、実施例１と同様にして、押出成形体（
Ｌ）、焼結体（Ｌ）を得た。また、押出圧力は２．３ＭＰａ、押出速度４．８ｍｍ／ｓｅ
ｃであった。得られた焼結体（Ｌ）は互いに添加剤のブリードによる癒着もなく、外観も
良好であった。
【０１０４】
　成形用樹脂組成物（Ｌ）の最終的な配合割合とＴｇ及び粘度、押出成形体（Ｌ）の密度
、焼結体（Ｌ）の外観、熱伝導率及び曲げ強度の測定結果を表１に示す。
【０１０５】
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【表１】

【０１０６】
　［比較例１］
　ポリブチルメタクリレート（Ａ２）１００質量部、酸化イットリウム２５０質量部、ス
テアリン酸（Ｂ１）２５質量部をバンバリーミキサー（東洋精機製　ラボプラストミル型
式１００Ｃ　ミキサータイプＢ‐２５０）を用いて、１００℃で１０分間混練し、予備混
練物（Ｍ）を得た。
次に、得られた成形用樹脂組成物（Ｍ）を用い、窒化アルミニウム粉末１００質量部に対
して、予備混練物（Ａ）７．５質量部、フタル酸ビス（２－エチルヘキシル）５質量部、
ステアリン酸（Ｂ１）０．５質量部をバンバリーミキサーを用いて、１００℃で混練し、
１５分間混練した。次いで、得られた混練物を押出機で造粒しようとしたが、ペレット状
にすることができず、押出成形は断念した。
【０１０７】
　成形用樹脂組成物（Ｍ）の最終的な配合割合とＴｇを表２に示す。
【０１０８】
　［比較例２］
　窒化アルミニウム粉末１００質量部に対して、ポリブチルメタクリレート（Ａ２）７．
７質量部、ポリスチレン（Ａ４）３．３質量部、フタル酸ビス（２－エチルヘキシル）５
質量部、ステアリン酸（Ｂ１）０．２質量部をバンバリーミキサー（東洋精機製　ラボプ
ラストミル型式１００Ｃ　ミキサータイプＢ‐２５０）を用いて、１２０℃で１５分間混
練した。次いで、得られた混練物を押出機で造粒し、ペレット状の成形用樹脂組成物（Ｎ
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）を得た。
【０１０９】
　得られた成形用樹脂組成物（Ｎ）は、真空押出機（宮崎鉄工製　ＦＭ‐２０）を用いて
成形し、シリンダー温度を１２０℃として、厚さ１ｍｍ×幅６０ｍｍのシート状の押出成
形体（Ｎ）を得た。また、押出圧力は５．４ＭＰａ、押出速度３．０ｍｍ／ｓｅｃであっ
た。
【０１１０】
　得られた押出成形体（Ｎ）の表面に敷粉を施工して５段積層し、空気雰囲気下、１０℃
／時間の速度で昇温して５５０℃で５時間脱脂し、積層状態を保ったまま、窒素雰囲気下
、１７３０℃で６時間焼結を行い、焼結体（Ｎ）を得た。得られた焼結体（Ｎ）は添加剤
のブリードにより互いに癒着していた。焼結体中央付近は外周部に比べて凹凸があり、色
ムラが見られた。
【０１１１】
　押出成形用樹脂組成物（Ｎ）の最終的な配合割合とＴｇ及び粘度、押出成形体（Ｎ）の
密度、焼結体（Ｎ）の外観、熱伝導率及び曲げ強度の測定結果を表２に示す。
【０１１２】
　［比較例３］
　ポリブチルメタクリレート（Ａ２）６０質量部、ポリブチルメタクリレート（Ａ３）４
０質量部、酸化イットリウム４５．５質量部、ステアリン酸（Ｂ１）４．６質量部を比較
例２と同様にして、予備混練物（Ｏ）を得た。
【０１１３】
　次に、窒化アルミニウム粉末１００質量部に対して、予備混練物（Ｏ）１６．５質量部
、フタル酸ビス（２‐エチルヘキシル）５質量部、ステアリン酸（Ｂ１）５．５質量部を
バンバリーミキサーを用いて、１２０℃で１５分間混練した。次いで、得られた混練物を
押出機で造粒し、ペレット状の成形用樹脂組成物（Ｏ）を得た。
【０１１４】
　次に、得られた成形用樹脂組成物（Ｏ）を用い、比較例２と同様にして、押出成形体（
Ｏ）、焼結体（Ｏ）を得た。また、押出圧力は１．５ＭＰａ、押出速度８．２ｍｍ／ｓｅ
ｃであった。得られた焼結体（Ｏ）は添加剤のブリードにより互いに癒着していた。焼結
体中央付近は外周部に比べて凹凸があり、色ムラが見られた。
押出成形用樹脂組成物（Ｏ）の最終的な配合割合とＴｇ及び粘度、押出成形体（Ｏ）の密
度、焼結体（Ｏ）の外観、熱伝導率及び曲げ強度の測定結果を表２に示す。
【０１１５】
　［比較例４］
　ポリブチルメタクリレート（Ａ２）１００質量部、酸化イットリウム１００質量部、ス
テアリン酸（Ｂ１）１０質量部を比較例１と同様にして予備混練物（Ｐ）を得た。
【０１１６】
　次に、窒化アルミニウム粉末１００質量部に対して、予備混練物（Ｐ）１０．５質量部
、フタル酸ビス（２‐エチルヘキシル）１１質量部、ステアリン酸（Ｂ１）０．５質量部
をバンバリーミキサーを用いて、１００℃で１５分間混練した。次いで、得られた混練物
を押出機で造粒し、ペレット状の成形用樹脂組成物（Ｐ）を得た。
【０１１７】
　次に、得られた成形用樹脂組成物（Ｐ）を用い、シリンダー温度を１００℃とした以外
は比較例２と同様にして押出成形体（Ｐ）、焼結体（Ｐ）を得た。また、押出圧力は１．
５ＭＰａ、押出速度８．３ｍｍ／ｓｅｃであった。得られた焼結体（Ｐ）は添加剤のブリ
ードにより互いに癒着していた。焼結体中央付近は外周部に比べて凹凸があり、色ムラが
見られた。
【０１１８】
　成形用樹脂組成物（Ｐ）の最終的な配合割合とＴｇ及び粘度、押出成形体（Ｐ）の密度
、焼結体（Ｐ）の外観、熱伝導率及び曲げ強度の測定結果を表２に示す。
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【０１１９】
　［比較例５］
　ポリブチルメタクリレート（Ａ２）４０質量部、エチレン－酢酸ビニル共重合体（Ａ５
）６０質量部、酸化イットリウム４５．５質量部、ステアリン酸（Ｂ１）４．６質量部を
比較例１と同様にして予備混練物（Ｑ）を得た。
【０１２０】
　次に、窒化アルミニウム粉末１００質量部に対して、予備混練物（Ｑ）１６．５質量部
、フタル酸ビス（２‐エチルヘキシル）５質量部、ステアリン酸（Ｂ１）０．５質量部を
バンバリーミキサーを用いて、１００℃で１５分間混練した。次いで、得られた混練物を
押出機で造粒し、ペレット状の成形用樹脂組成物（Ｑ）を得た。
【０１２１】
　次に、得られた成形用樹脂組成物（Ｑ）を用い、シリンダー温度を１００℃とした以外
は比較例２と同様にして、押出成形体（Ｑ）、焼結体（Ｑ）を得た。また、押出圧力は２
．３ＭＰａ、押出速度４．５ｍｍ／ｓｅｃであった。得られた焼結体（Ｑ）は添加剤のブ
リードにより互いにやや癒着していた。焼結体中央付近は外周部に比べて、色ムラが見ら
れた。
【０１２２】
　成形用樹脂組成物（Ｑ）の最終的な配合割合とＴｇ及び粘度、押出成形体（Ｑ）の密度
、焼結体（Ｑ）の外観、熱伝導率及び曲げ強度の測定結果を表２に示す。
【０１２３】
　［比較例６］
　内容積１０Ｌのナイロン製ポットに、ビッカース硬さ１２００で直径２０ｍｍのアルミ
ナ製ボールを見掛け充填率で４０％入れ、次いで、窒化アルミニウム粉末１００質量部、
酸化イットリウム５質量部、ポリブチルメタクリレート（Ａ１）９質量部、ポリブチルメ
タクリレート（Ａ２）１８質量部、フタル酸ビス（２－エチルヘキシル）２質量部、ステ
アリン酸（Ｂ１）１質量部、ヘキサグリセリンモノオレエート１質量部、カルボキシル化
トリオキシエチレントリデシルエーテル１質量部、ポリエチレングリコール（Ｂ２）０．
５質量部、トルエン‐エタノール混合溶媒１３０質量部（トルエン：エタノール＝９０：
１０）を投入し、１６時間ボールミル混合を行って、白色の泥漿を得た。こうして得られ
た泥漿をスプレードライヤー法により噴霧乾燥し、得られた混合物を押出機で造粒し、ペ
レット状の押出成形用樹脂組成物（Ｒ）を得た。
【０１２４】
　次に、得られた成形用樹脂組成物（Ｒ）を用い、シリンダー温度を１００℃とした以外
は比較例２と同様にして、押出成形体（Ｒ）、焼結体（Ｒ）を得た。また、押出圧力は４
．２ＭＰａ、押出速度２．５ｍｍ／ｓｅｃであった。得られた焼結体（Ｐ）は添加剤のブ
リードにより互いに癒着していた。焼結体中央付近は外周部に比べて凹凸があり、色ムラ
が見られた。
【０１２５】
　成形用樹脂組成物（Ｒ）の最終的な配合割合とＴｇ及び粘度、押出成形体（Ｒ）の密度
、焼結体（Ｒ）の外観、熱伝導率及び曲げ強度の測定結果を表２に示す。
【０１２６】
　［比較例７］
　比較例６において、熱可塑性樹脂をポリブチルメタクリレート（Ａ２）１８質量部の代
わりにポリブチルメタクリレート（Ａ２）１２質量部、フタル酸ビス（２－エチルヘキシ
ル）を０．５質量部とした以外は比較例６と同様にして成形用樹脂組成物（Ｓ）を得た。
【０１２７】
　次に、得られた成形用樹脂組成物（Ｓ）を用い、シリンダー温度を１００℃とした以外
は比較例２と同様にして、押出成形体（Ｓ）、焼結体（Ｓ）を得た。また、押出圧力は７
．７ＭＰａ、押出速度２．６ｍｍ／ｓｅｃであった。得られた焼結体（Ｓ）は添加剤のブ
リードにより互いに癒着していた。焼結体中央付近は外周部に比べて凹凸があり、色ムラ
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【０１２８】
　押出成形用樹脂組成物（Ｓ）の最終的な配合割合とＴｇ及び粘度、押出成形体（Ｓ）の
密度、焼結体（Ｓ）の外観、熱伝導率及び曲げ強度の測定結果を表２に示す。
【０１２９】
【表２】

【産業上の利用可能性】
【０１３０】
　本発明によれば、押出成形法が適用できる棒状、角柱状、パイプ状、シート状などの形
状であるセラミックスを生産性よく得ることが可能である。さらに、焼結助剤が均一に分
散された構造欠陥の少ないセラミックスを得ることが可能であることから、半導体素子搭
載用のサブマウント、パワーモジュール用の各種電子回路基板或いはパッケージ材料、さ
らには構造材料や各種機能材料として適応可能である。
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